工艺做“减法”，性能做“加法”：宝乘电子 TMBF 系列封装结构焕新升级
——从跳线结构到两片框架，交期更快、芯片更大、焊点更稳
[bookmark: _GoBack]在开关电源、电源适配器、快充与 LED 驱动等应用中，整流桥承担着把交流电转换为直流电的“第一道关口”。对于主打小体积、低高度的贴片（SMD）整流桥而言，如何在有限的封装空间内兼顾生产效率、品质稳定性与芯片适配能力，始终是封装设计绕不开的核心命题。
2026 年 7 月，国家级专精特新“小巨人”企业——山东宝乘电子有限公司正式发布 TMBF 系列封装框架结构变更通知，将该系列产品由传统“跳线结构”升级为“两片框架结构”，并对产品外形与引脚尺寸进行局部优化。这次看似“微小”的结构调整，背后是一套完整的效率、品质与选型能力的系统性提升。
一、为什么改？直击跳线结构的三大痛点
传统 TMBF 系列采用“跳线结构”——内部依赖跳线（bonding wire）实现桥式电气连接。这一结构虽然成熟，却存在三个难以回避的问题：
1. 工艺复杂：跳线焊接环节多、工序繁琐，生产效率受限；
2. 空间紧凑：内部空间紧张，可容纳的芯片尺寸有限，型号扩展困难；
3. 稳定性隐忧：多一道连接工序，就多一个品质波动的潜在风险点。
正是这些痛点，促使宝乘电子在封装工艺上做一次“减法”。
二、改了哪些？三大核心升级逐一拆解
	对比维度
	变更前
	变更后
	升级价值

	框架结构
	跳线结构，工艺复杂，空间紧凑
	两片框架结构，工艺简单，空间更大
	提效、稳品质、扩型号

	产品外形
	极性标识为圆点、表面偏亮
	极性标识为半圆弧、表面偏雾面
	识别更清晰、利于 AOI

	引脚尺寸
	引脚长 0.5mm
	引脚长 0.7mm
	焊接面积增大、焊点更可靠



1. 框架结构：从“跳线”到“两片框架”
两片框架结构将原本依赖跳线的桥式连接，改为两片独立框架的拼接设计，省去跳线焊接环节。直接好处是工艺更简单、内部空间更充裕、结构稳定性更好；更重要的是，改造后能够封装 88mil 与 95mil 芯片，让 TMBF 系列在电流与电压规格上的型号覆盖能力显著增强。
2. 产品外形：极性标识与表面工艺升级
极性识别符号由“圆点”改为更直观的“半圆弧”，表面处理由亮面调整为雾面。半圆弧标识更清晰易辨，雾面表面对自动化光学检测（AOI）更友好，可有效降低贴装过程中极性反接的风险，提升产线可制造性。
3. 引脚尺寸：0.5mm → 0.7mm
引脚长度增加 0.2mm，直接增大与焊盘的接触面积，有助于提升 SMT 焊接强度与焊点可靠性，减少虚焊、脱焊等隐患，进一步保障整机在长期运行中的电气连接稳定性。
三、可靠性与验证：用数据说话
变更绝非“拍脑袋”。本次框架结构升级已通过各项可靠性实验测试及电性测试，全部符合规格书要求，并同步提供产品可靠性实验报告与电性测试报告。宝乘电子以数据为据，确保变更前后产品在电气性能与长期可靠性上的一致性与达标性。
四、应用场景与实际效果
TMBF 系列贴片整流桥凭借小体积、低高度、高可靠的特点，广泛适用于：
· PC 电源、电源适配器、快充充电器；
· LED 驱动电源与照明；
· 小家电、工业电源、仪器仪表等对空间与可靠性有要求的场合。
升级后的实际效果可归纳为三点：
· 交期更快——生产效率提升，缩短交货周期；
· 品质更稳——工艺简化、焊点更可靠，品质稳定性增强；
· 选型更宽——可封装更大芯片，型号覆盖更多电流/电压规格。

